
半導体デバイスから構成されるパワーモジュールは、近年⼩型化・⾼出⼒化に向けた研究開発
が 進められています。⼀⽅、電流密度増加および動作温度上昇 にともない、エレクトロマイグ
レーションの危険性が⾼まることが予想されます。ここでは、パワーモジュールの重要部位であるワ
イヤと半導体チップの 接合部（ワイヤボンド部）におけるエレクトロマイグレーションを対象とし、
有限要素法による電気・熱・濃度拡散・応⼒連成解析の事例を紹介します。
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パワーモジュール接合部の
エレクトロマイグレーション解析

この技術資料に関するお問い合わせは、最寄り営業担当に連絡いただくか、もしくは弊社問合せ窓⼝までお知らせください
。 mailto:inquiry_eigyo@kki.kobelco.com

・ パワーモジュールの接合部でのエレクトロマイグレーション → 配線の断線や短絡
・ 電流・熱・元素拡散・弾塑性変形の連成解析によるワイヤ接合箇所の解析
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